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(57) Abstract: The invention relates to a measuring device and to a method for measuring and/or detecting layer thicknesses 
and/or defects in one or more layers of a wafer stack at a multiplicity of measurement points distributed on the wafer stack, and 
also to a corresponding wafer processing apparatus. 

(57) Zusammenfassung: Die Erfindung betrifft eine Messeinrichtung sowie ein Verfahren zur Messung und/oder Erfassung von 
Schichtdicken und/oder Fehlstellen einer oder mehrerer Schichten eines Waferstapels an einer Vielzahl von am Waferstapel ver-
teilten Messstellen sowie eine korrespondierende Waferbearbeitungsvorrichtung. 


